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前⾔

欧盟议会及理事会的第2002/95/EC指令《在电气电子设备中限制使用某些有害物质的指令》，通常简
称为RoHS指令1，以及其他相关的法规正在驱动电子工业使用无铅焊料及二级互连端子涂覆层及材料

为无铅的元器件。

各种电子焊接操作所使用的无铅焊料各不相同。对于组装、返工及维修，每种无铅焊料可能会要求

不同的加工温度。必须提供识别无铅或有铅焊料的沟通方法，完成组装、返工及维修的人员才能够

知道这些焊料的温度及限制，并能够区别无铅和有铅焊料。

元器件的标记和/或其运输包装的标签需要识别和区别无铅和有铅元器件二级互连端子的涂覆层和材

料。对采用无铅焊料的电子组件贴标签可简化电子设备的回收。本文件提出了最低要求并包括了对

其他信息规定的方案。

向无铅电子的转移提出了识别传统无铅涂层、涂覆层和焊料的需求。采用本文件可识别本文件第5章
（标记/标签类型）和第8章（有铅元器件、印制板、印制板组件的标记和标签）所涉及产品是否含
铅。本文件取代IPC/JEDEC J-STD-609、JESD97和IPC-1066。

1. RoHS指令本身不是一项法律，而是一项指令欧盟各成员国需要引用指令中的要求形成本国的法律。各个国家的这一有关法律要求从2006年7月1日起实施。



⽬ 录

1 范围.............................................................................. 1
1.1 目的.......................................................................... 1

2 引⽤⽂件...................................................................... 1
2.1 IPC ......................................................................... 1
2.2 JEDEC .................................................................... 1
2.3 IEC（国际电工委员会） ..................................... 2
2.4 欧盟议会.................................................................. 2
2.5 A�SI（美国国家标准学会） .............................. 2

3 术语和定义.................................................................. 2
3.1 二维码标签（矩阵）.............................................. 2
3.2 2Li（或2LI） .......................................................... 2
3.3 基材.......................................................................... 2
3.4 元器件...................................................................... 2
3.5 无卤素印制板.......................................................... 2
3.6 均质材料.................................................................. 2
3.7 intct（或 I�TCT） .................................................. 2
3.8 线性条形码标签...................................................... 2
3.9 材料类别.................................................................. 2
3.10 元器件最大耐温值.................................................. 2
3.11 无铅.......................................................................... 2
3.12 无铅符号.................................................................. 2
3.13 二级互连.................................................................. 3
3.14 二级互连元器件标签.............................................. 3
3.15 二级互连端子涂覆层或材料.................................. 3

4 符号、标签和标记...................................................... 3
4.1 材料类别符号.......................................................... 3
4.1.1 尺寸和位置.............................................................. 3
4.1.2 颜色.......................................................................... 3
4.1.3 字体.......................................................................... 3
4.2 无铅符号.................................................................. 4
4.3 二级互连元器件标签.............................................. 4
4.3.1 尺寸.......................................................................... 5
4.3.2 颜色.......................................................................... 5

5 标记/标签类型............................................................. 5
5.1 PCB基材类别 ......................................................... 5

5.1.1 无卤基材.................................................................. 5
5.2 PCB表面涂覆层类型 .............................................. 5
5.2.1 有铅类型.................................................................. 5
5.2.2 无铅类型.................................................................. 5
5.3 二级互连材料类别.................................................. 6
5.3.1 有铅类型.................................................................. 6
5.3.2 无铅类型.................................................................. 6
5.4 敷形涂覆类型.......................................................... 6

6 元器件标记和标签...................................................... 7
6.1 元器件标记.............................................................. 7
6.2 最小运输包装标签.................................................. 7

7 PCB/组件标记和标签................................................. 7
7.1 PCB标记 .................................................................. 7
7.1.1 PCB运输包装标签 .................................................. 7
7.2 组件标记.................................................................. 8
7.2.1 组件运输包装标签.................................................. 8
7.3 焊料类别标记顺序.................................................. 8
7.4 位置.......................................................................... 8
7.5 尺寸.......................................................................... 8
7.6 颜色.......................................................................... 8
7.7 字体.......................................................................... 8
7.8 方法.......................................................................... 8
7.9 标记顺序.................................................................. 8
7.10 PCBA材料重新标识变化 ....................................... 9
8 有铅元器件、印制电路板和印制电路板组

件的标记或标签.......................................................... 9
8.1 元器件的标记和标签.............................................. 9
8.2 印制电路板的标记和标签...................................... 9
8.3 印制电路板组件的标记和标签.............................. 9

9 标记和标签要求汇总................................................ 10

附录A 部分合⾦及与其对应的材料代码 ................ 11

附录B 材料代码选⽤流程图 ..................................... 12

2010年3月 IPC/JEDEC J-STD-609A-2010

v



图

图3-1 构成二级互连的材料示例 .................................. 3

图4-1 2类材料标记示例，可选用圆圈、椭圆、
下划线或圆括号 .................................................. 3

图4-2 无铅符号 .............................................................. 4

图4-3 标明材料类别为有铅材料的2级互连
元器件标签示例 .................................................. 4

图4-4 标明元器件最大耐温值为260°C且材料类别
为e2无铅材料的2级互连元器件标签示例 ........ 4

图4-5 采用无铅符号标明元器件材料为无铅材料的

2级互连元器件标签示例，无铅材料类别和
元器件最大耐温值标明在相邻的标签上 .......... 4

图6-1 元器件标记示例 .................................................. 7

图7-1 印制板/组件标记示例 ........................................ 8

表

表9-1 标记和标签要求汇总 ........................................ 10

IPC/JEDEC J-STD-609A-2010 2010年3月

vi



元器件、印制电路板和印制电路板组件的
有铅、⽆铅及其它属性的标记和标签

1 范围

本文件适用于含有铅、无铅焊料及涂覆层的元器件和组件。本文件阐述了元器件的标记及其运输包

装的标签，以识别元器件的二级互连端子涂覆层或材料；它适用于以焊接、机械夹装或压接等形式

安装在印制板或印制板组件上的元器件。本文件也适用于可直接与印制板连接的凸点芯片的二级互

连端子材料。

本文件也适用于印制板/组件，以识别其使用的无铅焊料或有铅焊料的类型。本文件规定了印制板表

面涂覆层和印制电路板树脂系统的识别方法。本文件还适用于印制电路板基材，并可标识印制电路

板组件所采用的敷形涂覆材料的类型。已经根据JESD 97、IPC-1066、或本文件的先前版本进行标识
的材料及其包装，不需要根据本文件重新标识，除非供应商和客户已协商同意。

电脑、打印机、服务器等成品的外表面标签，不在本文件范围内；零售电子产品的包装标签也不在

本文件考虑范围内；但本文件涵盖了产品内部印制板和印制板组件的标签。

1.1 ⽬的 本文件提供了可用于辅助组装、返工、维修和回收利用的标记、标签系统，并可识别以

下项目：

1) 使用无铅焊料或有铅焊料组装的组件；
2) 二级互连端子涂覆层和材料为无铅或有铅的元器件；
3) 在组装和返工制程中，不允许超过的元器件最大耐温值；
4) 用于制作印制电路板的基材，包括无卤素树脂；
5) 印制电路板的表面涂覆层；
6) 印制电路板组件的敷形涂覆材料。

2 引⽤⽂件

2.1 IPC1

IPC-T-50 电子电路互连与封装术语及定义

IPC-CC-830 印制线路组件用电气绝缘化合物的鉴定及性能

IPC-4101 刚性及多层印制板用基材规范

2.2 JEDEC2

JESD88 固态技术术语词典

1. www.ipc.org
2. www.jedec.org
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